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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de transaccidon que comprende:

una capa metdlica (950) que tiene una superficie frontal (902), una superficie
posterior (904), una periferia, una abertura (305, 912) en la capa metdlica, y una o mas
discontinuidades (504, 504, 620, 920, 926) en la capa metalica (950), comprendiendo
cada discontinuidad (504, 620, 920, 926) un espacio en la capa metalica (950) que se
extiende desde la superficie frontal (902) hasta la superficie posterior (904), incluyendo
al menos una discontinuidad (504, 620, 920) que define una trayectoria desde la periferia
del dispositivo hasta la abertura (305, 912);

un médulo de chip transpondedor (910) dispuesto en la abertura (305, 912) en
la capa metdlica (950);

una antena amplificadora (942) en comunicacién con el moddulo de chip
transpondedor (910), comprendiendo el mdédulo de chip transpondedor (910) y la antena
amplificadora (942) componentes en un circuito configurado para comunicacion
inalambrica con un lector de dispositivo, en donde la capa metalica (950) no es parte de
la antena amplificadora (942) ni un componente en el circuito y esta aislada de la antena
amplificadora (942);

un material de moldeo no metalico (205) en una o mas discontinuidades (504,
620, 920, 926) en la capa metalica (950); y

una capa de refuerzo (983, 984) dispuesta sobre la capa metalica (950).

2. Dispositivo segun la reivindicacion 1, que comprende al menos dos
discontinuidades (504, 620, 920) que definen trayectorias respectivas desde la periferia
del dispositivo hasta la abertura (305, 912), en donde las al menos dos discontinuidades
del cuerpo y la abertura (305, 912) dividen colectivamente el cuerpo del dispositivo en
al menos dos porciones discretas.

3. Dispositivo segun la reivindicacion 1 6 2, en el que el material de moldeo
no metalico (205) comprende un adhesivo o0 un epoxi.

4. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la
capa de refuerzo (205) comprende fibra de vidrio.

5. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la
capa de refuerzo (983, 984) comprende un material laminado de epoxi reforzado con
fibra.
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6. Dispositivo segun la reivindicaciéon 4, que comprende una capa de material
laminado de epoxi reforzado con fibra dispuesta sobre al menos una de la superficie
frontal (902) y la superficie posterior (904) de la capa metalica (950).

7. Dispositivo segun la reivindicacion 6, en el que la capa metdlica (950) esta
intercalada entre capas opuestas de material laminado de epoxi reforzado con fibra.

8. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende
al menos una discontinuidad en la capa metalica (950) que se extiende desde la periferia
del dispositivo hasta una ubicacion distinta a la abertura.

9. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que al
menos dos de la pluralidad de discontinuidades en la capa metalica (950) se intersecan
entre si.

10. Dispositivo segun la reivindicacion 9, en el que las discontinuidades que se
intersecan comprenden una primera discontinuidad (920) que define una trayectoria
desde la periferia del dispositivo hasta la abertura (305, 912) y una segunda
discontinuidad (926) que se extiende desde una interseccion con la primera
discontinuidad (920) hasta un punto final que no esta ni en la abertura (305, 912) ni en
la periferia.

11. Dispositivo seguin cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que la
antena amplificadora (942) comprende una capa de antena amplificadora que comprende
una pluralidad de metalizaciones .

12. Dispositivo segun la reivindicacion 11, en el que cada una de la pluralidad
de metalizaciones esta aislada eléctricamente de la capa metalica (950).

13. Dispositivo seguin cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, que comprende
una banda magnética dispuesta en una capa posterior del dispositivo.

14. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, que comprende
una primera capa de material laminado de epoxi reforzado con fibra. (950) sobre una
superficie superior de la capa de metal, pero no sobre el médulo de chip transpondedor
(910) en la abertura (305, 912).

15. El dispositivo de la reivindicacién 14, que comprende un segundo material
laminado de epoxi reforzado con fibra. capa sobre una superficie inferior de la capa
metalica (950), incluyendo sobre la abertura (305, 912) y sobre la antena amplificadora
(942).

16. El dispositivo de la reivindicaciéon 15, que comprende ademéas una banda

magnética dispuesta sobre la antena amplificadora (942).
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17. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en el que el
dispositivo comprende una tarjeta de transaccion.

18. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, que comprende
ademas un orificio que se extiende entre una superficie superior y una superficie inferior
del dispositivo, teniendo el orificio un tamafio adecuado para recibir un elemento de anillo
configurado para sujetar una o mas llaves.

19. Dispositivo segun la reivindicacién 18, en el que el dispositivo comprende
un componente de un llavero o cadena de llaves, que comprende ademas el elemento de
anillo dispuesto en el orificio.

20. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, en el que el
modulo de chip transpondedor (910) comprende un mdédulo de interfaz dual.

21. El dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, que comprende
ademas una capa de lamina metalica compatible con RF dispuesta sobre la capa metdlica
(950).

22. El dispositivo de la reivindicacion 7, que comprende ademas una capa de
lamina metalica compatible con RF dispuesta sobre una de las capas de material laminado
de epoxi reforzado con fibra.

23. El dispositivo de la reivindicacion 22, que comprende ademas la capa de
antena amplificadora dispuesta sobre la otra de las capas de material laminado de epoxi
reforzado con fibra o dispuesta entre la capa metalica (950) y la otra de las capas de
material laminado de epoxi reforzado con fibra.

24, El dispositivo de la reivindicacién 23, que comprende ademas tinta en al
menos una de las superficies exteriores del dispositivo.

25. El dispositivo de transaccion de la reivindicacion 23, que comprende
ademas:

una primera capa de refuerzo no metalica dispuesta sobre la superficie frontal de
la capa metdlica;

una segunda capa de refuerzo no metalica (983, 984) dispuesta sobre la superficie
posterior (904) de la capa metélica (950).

26. Dispositivo de transaccidon segun la reivindicacién 25, en el que al menos
una primera de las discontinuidades se extiende desde la periferia hasta la abertura (305,
912) en la capa metdlica (950).

27. Dispositivo de transaccion segun la reivindicacion 26, en el que al menos
una segunda de las discontinuidades se extiende desde la periferia hasta un punto final

que no estéa en la abertura (305, 912) en la capa metalica (950).
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28. Dispositivo de transaccidon segun la reivindicacion 27, en el que al menos
una tercera de las discontinuidades se extiende desde una interseccidon con la primera
discontinuidad hasta un punto final que no esta ni en la abertura (305, 912) ni en la
periferia.

29. Dispositivo de transaccién segun cualquiera de las reivindicaciones 25 a
28, en el que la capa metalica (950) esta aislada eléctricamente del circuito de pago.

30. Dispositivo de transaccién segun cualquiera de las reivindicaciones 25 a
28, en el que la capa metalica es parte del circuito de pago.

31. Tarjeta de transaccion segun cualquiera de las reivindicaciones 25 a 28,
en la que la primera capa no metalica y la segunda capa no metalica comprenden cada
una material laminado de epoxi reforzado con fibra.

32. Un proceso para fabricar un dispositivo de transaccion, comprendiendo el
proceso los pasos de:

(a) proporcionar una capa metalica que tiene una superficie frontal, una
superficie posterior y una periferia;

(b) formar una o mas discontinuidades en la capa de metal, comprendiendo
cada discontinuidad un espacio en la capa metalica que se extiende desde la superficie
frontal hasta la superficie posterior, incluyendo al menos una discontinuidad que se
extiende hasta la periferia de la capa de metal;

(©) disponer una antena amplificadora sobre la superficie posterior de la capa
metalica, comprendiendo la antena amplificadora una pluralidad de metalizaciones;

(d) disponer una primera capa de fibra de vidrio sobre la superficie frontal de
la capa de metal;

(e) disponer una segunda capa de fibra de vidrio sobre la superficie posterior
de la capa de metal;

) formar una abertura en la capa metalica que se extiende a través de la
primera capa de fibra de vidrio hasta una superficie superior del dispositivo;

(9) disponer un médulo de chip transpondedor en la abertura.

33. El proceso de la reivindicacién 32, que comprende configurar el médulo de
chip transpondedor para que esté en comunicacion eléctrica con la antena amplificadora
para formar juntos una parte de un circuito de pago configurado para comunicaciéon
inalambrica con un lector de dispositivo.

34. El proceso de la reivindicacion 32, que incluye disponer la capa de antena

amplificadora sobre la superficie posterior (904) de la capa metalica (950) con las
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metalizaciones aisladas eléctricamente de la capa metalica (950), y configurar el
dispositivo con la capa metdlica (950) no incluida en el circuito de pago.

35. El proceso de la reivindicacion 32, en el que el paso de disponer la antena
amplificadora (942) sobre la superficie posterior (904) de la capa metalica (950)
comprende formar la pluralidad de metalizaciones sobre o incrustadas en la segunda
capa de fibra de vidrio.

36. El proceso de la reivindicacién 35, que comprende ademas disponer una
capa adicional no metdlica sobre las metalizaciones.

37. El proceso de cualquiera de las reivindicaciones 31 a 35, en el que los
pasos de disponer las capas primera y segunda de fibra de vidrio sobre las superficies
frontal (902) y posterior (904) de la capa metélica (950) comprenden fundir las capas
primera y segunda de fibra de vidrio con epoxi para formar capas primera y segunda de
material laminado de epoxi reforzado con fibra unidas directamente a la capa metalica
(950).

38. El proceso de cualquiera de las reivindicaciones 32 a 36, en el que los
pasos de disponer la primera y la segunda capa de fibra de vidrio sobre las superficies
frontal (902) y posterior (904) de la capa metdalica comprenden unir una primera capa
de material laminado de epoxi reforzado con fibra curado a la superficie frontal (902) de
la capa metalica (950) con una primera capa adhesiva y unir una segunda capa de
material laminado de epoxi reforzado con fibra curado a la superficie posterior (904) de
la capa metalica (950) con una segunda capa adhesiva.

39. El proceso de la reivindicacion 38, que comprende ademas formar la
antena amplificadora (942) sobre la superficie posterior (904) de la capa metalica (950)
formando una pluralidad de metalizaciones sobre o incrustadas en la segunda capa de
material laminado de epoxi reforzado con fibra curada.

40. El proceso de la reivindicacién 38, en el que la formacion de la pluralidad
de metalizaciones comprende incrustar alambre en el segundo material laminado de
epoxi reforzado con fibra curado.

41. El proceso de la reivindicacién 38, en el que la formacion de la pluralidad
de metalizaciones comprende imprimir tinta metalizada sobre una superficie del segundo
material laminado de epoxi reforzado con fibra curado.

42. El proceso de la reivindicacién 38, en el que la formacion de la pluralidad
de metalizaciones comprende disponer una capa metélica (950) sobre la segunda capa
de material laminado de epoxi reforzado con fibra curado, y grabar una porciéon de la

capa metalica (950) para dejar las metalizaciones.
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43. El proceso de las reivindicaciones 41 6 42, que comprende formar la
pluralidad de metalizaciones en una superficie interior de la segunda capa de material
laminado de epoxi reforzado con fibra curado que mira hacia la capa metalica (950).

44, El proceso de la reivindicacién 43, en el que la segunda capa adhesiva
incluye una capa de sustrato no metalico.

45, El proceso de las reivindicaciones 41 6 42, que comprende formar la
pluralidad de metalizaciones en una superficie exterior de la segunda capa de material
laminado de epoxi reforzado con fibra curado orientada en direccién opuesta a la capa
metalica (950).

46. El proceso de la reivindicacion 45, que comprende disponer una capa no
metalica sobre la superficie exterior del segundo material laminado de epoxi reforzado
con fibra curado y la pluralidad de metalizaciones dispuestas sobre el mismo.

47. El proceso de cualquiera de las reivindicaciones 32 a 46, en el que la
abertura en la capa metalica (950) se crea en el mismo paso que las discontinuidades en
la capa metalica (950).

48. El proceso de cualquiera de las reivindicaciones 35 a 46, en el que la
formacioén de la pluralidad de metalizaciones comprende la formacion de cada una de la
pluralidad de metalizaciones como estando eléctricamente aislada de la capa metalica
(950).
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